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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 6-12: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages —
Design guidelines for fine-pitch land grid array (FLGA)

FOREWORD
Thel International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization con
all |national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEE€’ is’ to {

agréement between the two organizations.
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standardization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This second edition of IEC 60191-6-12 cancels and replaces the first edition, published in
2002 and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant
changes with respect to the previous edition:

scope is expanded so that this standard include the square type FLGA. The title of this

standard has been changed accordingly: “Rectangular type” has been deleted fro
title.

ball pitch of 0,3 mm has been added;
datum is changed from the body datum to the ball datum;
combination lists of D, E, Mp, and Mg have been revised.

m the
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
47D/784/CDV 47D/795/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A Iisi of all the parts in the IEC 60191 series, under the general title Meehanical
standardization of semiconductor devices, can be found on the IEC website.

The cpmmittee has decided that the contents of this publication will remain junchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
relatefl to the specific publication. At this date, the publication will be

* regonfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

IMPORTANT - The 'colour inside’ logo on the.cover page of this publication indi¢ates
that |it contains colours which are considered to be useful for the cdrrect
understanding of its contents. Users should therefore print this document using a
colouf printer.
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MECHANICAL STANDARDIZATION OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6-12: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages —
Design guidelines for fine-pitch land grid array (FLGA)

1 Scope

This {
variat
less.

2 N

prmative references

art of IEC 60191 provides standard outline drawings, dimensions, and recommgnded
ons for all fine-pitch land grid array packages (FLGA) with terminal pitch of\0,8 mm or

The following referenced documents are indispensable for the applieation of this docyment.
For dated references, only the edition cited applies. For undatedreferences, the latest gdition
of the|referenced document (including any amendments) appliés,

IEC 69191 (all parts), Mechanical standardization of semiConductor devices

IEC 69191-6, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 6: General rules for
the preparation of outline drawings of surface maunted semiconductor device packages

3 Terms and definitions

For thie purposes of this document, the'terms and definitions given IEC 60191 series and the
follow|ng apply.

3.1

fine-piitch land grid array

FLGA

package with metal Jands on one side of a substrate in a matrix of at least three rows and
three polumns on a pitch of 0,8 mm or less, wherein the maximum standoff height is 0,10 mm
or less

NOTE | Terminals may be missing from some row-column intersections.

3.2

flange=type FLGA

FLGA with a package outline (length, width) defined by a package flange part, mostly
substrate, extending outward beyond the perimeter of a molded part or of a flip-chip-bonded

part

NOTE Flange-type FLGA, shown in Figure 1, is generally cut by singulation press, thus resulting in larger

dimens

ional errors than the singulation by dicing saw
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IEC 1163/11

Figure 1 — Flange-type FLGA

3.3

rectangle-type FLGA

FLGA
flang€

NOTE
errors {]

4 T

When
corne
AB, e
positid

part

ns are designated by\a

identification, e.g., A1, B1.

The |4

5 N

with a package outline (length, width) defined by a molded part with ho “exte

Rectangle-type FLGA, shown in Figure 2, is generally cut by dicing, thus resultihg in less dimg
han the singulation by press machine.

Figure 2 — Rectangle-type FLGA

erminal position numbering

a package is viewed from the “terminal side with the index corner in the botto
position, terminal rows are lettered from bottom to top starting with A, then B, C,
¢,, whereas terminal columns are numbered from left to right starting with 1. Te

tters I, O, Q, S,.X and Z shall not be used for naming the terminal rows.

pminal package dimension

A nor];

inal_package dimension is defined as “the package width (E) x length (D)”, wh
expressed’in the tenths place in millimeter.

IEC 1164/11

row-column grid system and shown as alphany

nding

nsional

m left
. AA,
rminal
meric

ich is



https://iecnorm.com/api/?name=40402b94300bfe98ce18327fdb977fc4

60191-6-12 © IEC:2011

6 Outline drawings and principle dimensions

The FLGA outline is shown in Figures 3 and 4.

Top view

<<
A
<
Side view
|
|
000000000000 []'
0cooooolooooo
oooooqooooo
000000000000 A
000000000000
oooo@&o@oo@o
000000000000
_ | 000000000000 |
000000000000
oooo@qo@oo@o
o@oo@@o@@o@@
D| 00000000000
C| 000000000000 G
B| 000000000000 Sy
Al Q0000000000
|
o 1234 ] 1 .
E n x &b
— 4$n<3 A (M| B (M)
Bottom view x2 (M)

NOTE For footnotes relating to this figure, see Figure 4.

Figure 3 — Flange-type FLGA

IEC 1165/11
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Side view
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IEC 1166/11

NOTES relating to Figures 3 and 4:

Datum [S| is defined as the seating plane on which a package free stands by contact of the balls.

The hatched zone is an index-marking area, where whole index mark will be basically contained in 1/16 of the
body size, In case it is physically difficult, index mark can extend more than 1/16 but no more than a quarter of
the body size.

True positional tolerances of terminals, x, and x,, are applied to all terminals.

The terminal diameter b is the maximum diameter of individual balls as measured in the plane parallel to the
seating plane.

An array of terminal-existence areas with regard to the datum , @ and [B| is shown in the mechanical gauge
drawing in Figure 5.

The array of terminal-existence areas with regard to the datum [S|is shown in Figure 6.

Figure 4 — Rectangle-type FLGA
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NOTE

Fig

Emw
¢} C00000000000 o 0000000000000
Q000000000000 00 Q0000000000000 0
Q000000000000 0O Q0000000000000 0
Q0000000000000 00 Q0000000000000 00
0000000000000 000 Q0000000000000 00
Q0000000000000 00 Q0000000000000 00
Q0000000000000 00 x Q0000000000000 00
0000000000000 000 © Q0000000000000 00
Q0000000000000 00 € Q0000000000000 00
Q0000000000000 00 Q Q0000000000000 00
0000000000000 000 0000000000000 00
Q0000000000000 00 @b3 Q0000000000000 00 @b
OQ000000000000O00 Q0000000000000 00 4
OOOOOOOOOOOOO%%Q’ Q000000000000 0OQ
O000000000000 (¢} Q000000000000 ¢}
0000000000000 O00 Q0000000000000 00
IEC 1167/11 IEC, 1168(11
The symbols in this figure are explained in IEC 60191-6.
. . e . . g f
re 5 — Mechanical gauge drawing Figure 6 — Pattern of terminal positiop area
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Table 1 — Group 1:
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Dimensions appropriate to mounting and interchangeability

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended
value
Package ExD A package nominal dimension is defined as “the package width (E) x
nominal length (D), which is expressed in the tenths place in millimeter.
dimension
(1) Range of D : from 1,5 to 21,0
(2) Interval of D
For square FLGA with D, > 15,0, D is an integer.
For other FLGA, the number in the tenths place of Dnom is’either 0 or
5.
(3) Tolerance of D
For Flange-type:
Packag¢ length D

When D, < 21,0, vp = £0,15
When D, > 21,0, vy = £0;20

where v, denotes a tolerance.

For Rectangle-type:
When D <32,0, v = +0,08
When 12,0< D, . < 21,0, vy = £0,10
Wheh.D > 21,0, vy =+0,15

where v, denotes a tolerance.
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Table 1 (continued)

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended
value
(1) Range of E_ : from 1,5 to 21,0
(2) Interval of E_
For square FLGA with Enom > 15,0, Enom is an integer.
Eorother EL GA _the numbor in the tenths nlace of £ is gcither O or
4 Lt nom
5.
(3) Tolerance of “E”
For flange-type:
Packade width E -
When E_ <21,0, vp = £0,15
When E > 21,0, vg = 0,20
where v denotes a tolerance.
For rectangle-type:
When E <12,0, v = £0,08
When 12,0 < £, < 21,0, vg\= 20,10
When E > 21,0, vp = £0,95
where v denotes a.telerance.
A=0,30
0,40
0,50
0,65
Maximum 0,80
- h A -
profile|height 1.00
1,20
1,70
2,00
“A” includes heat slug thickness, package warpage, and tilt errors.
Stand-off A A max<0,10
height 1 -
el = 0,80
0,65
Terminal grid |§| 0.50 i
pitch 0,40

0,30
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1 (continued)
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Dimensions in millimeters

Term

Symbol

Specification

Recommended
value

For C-FLGA:

@ min.

nom. max.

0,80 0,45
0,65 0,35

0,50 0,55
0,40 0,45

Terminal
diameter

0,50 0,25
0,40 0,20

0,30 0,35
0,25 0,30

For P-FLGA and T-FLGA

@ min.

nom. max.

0,80 0,35
0,65 0,30
0,50 0,20
0,40 0,15
0,30 0,12

0,40 0,45
0,35 0,40
0,25 0,30
0,20 0,25
0,15 048

Dajum-
based
positional
tolergnce of
ternpinals

For flange-type:

d

0,80
0,65
0,50
0,40
0,30

For rectangle-type:

0,20
0,20
0,20
0,15
0,15

x4 is 0,15, irrespective of @
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Table 1 (continued)

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended
value
@ X2
0,80 0,08
Relative
positional X 0,65 0,08
tolerance of 2 -
terminals 0,50 0,05
0,40 0,05
0,30 0,03
4 v
0,80 0,10
0,65 0,10
Coplanarity y 0.50 0.08 _
0,40 0,08
0,30 0,05
Parallelism
of the top 17 - _
sufface y1=0.20
nmax = ME X MD
Numpber of n
ternfinals (Mg -1) x My
Mg x\tMp -1)
(M-1) x (Mg -1)
Maxjmum Mg +1) x My
matriq size in M
M M, +1
lemgth P e Xx(Mp+1)
(Mg +1) x (M +1)
Mp <( Do = By = Vo =X = X - 20)/ [el+1
Mz S(Eo o= bay — Vi = Xq - X - 2u)/ [ef+1
Maximum _
matriy size\in M u=0,11
width
Numbers of matrices in ME and MD are shown in Table 3.
“u” denotes edge clearance.



https://iecnorm.com/api/?name=40402b94300bfe98ce18327fdb977fc4

-14 - 60191-6-12 © IEC:2011

Table 2 — Group 2: Dimensions and tolerances

Dimensions in millimeters

Term Symbol Specification Recommended
value
Overhang
; PR (ZD)z{Dnom_(MD_1)X|§|}/2
dimension in (Zp) -
(Zp) is a reference value.
length
Overhang
(Zg) = {Epom - (Mg - 1) xe]} /2
dimgnsion in (Zg) -
(Z¢) is a reference value.
idth
Datunp- defined
tefminal- b, by =b . * X4 -
existgnce area
Relative
tefqminal- b, by = b+ Xy -
existgnce area
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Table 3 — Combination list of D, E, Mp, and Mg — [e]= 0,80mm pitch

Dnom or Enom
Square body Rectangular body My, or M My-1 or M-1 Mp+1 or Mc+1
(Dnom = Enom) (Dnom * Enom)

1,5 1,5 - - 2

2,0 2,0
2 - 3

2,5 2,5

3,0 3,0
3 2 4

3,5 3,5
4,0 4.0 4 3 5

4,5 4,5
5 4 6

5,0 5,0
55 5,5 6 5 7

6,0 6,0
7 6 8

6,5 6,5

7,0 7,0
8 7 9

7,5 75
8,0 8,0 9 8 10

8,5 8,5
10 9 11

9,0 9,0
9,5 9,5 11 10 12

10,0 10,0
12 11 13

10,5 10,5

11,0 11,0
13 12 14

11,5 11,5
12,0 12,0 14 13 15

12,5 12,5
15 14 16

13,0 13,0
13,5 18,5 16 15 17

14,0 14,0
17 16 18

14,5 14,5

15,0 15,0
18 17 19

— 15,5
16,0 16,0 19 18 20

< 16,5
20 19 21

7,0 7,0
— 17,5 21 20 22

18,0 18,0
22 21 23

— 18,5

19,0 19,0
23 22 24

- 19,5
20,0 20,0 24 23 25

— 20,5
25 24 26

21,0 21,0
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Table 4 — Combination list of D, E, Mp, and Mg - E| = 0,65 mm pitch

Dnom or E“Om
Square body Rectangular body My, or M Mp-1 or M-1 Mp+1 or Mc+1
(Dnom = Enom) (Dnom * Enom)
1,5 1,5 - .
2,0 2,0 2 -
2,5 2,5
3 2 4
30 30
3,5 3,5
4,0 4,0
4,5 4,5
50 5,0
7 6 8
55 55
6,0 6,0
6,5 6,5 9 8 10
7,0 7,0
10 9 11
75 7,5
8,0 8,0 11 10 12
8,5 8,5 12 11 13
9,0 9,0
13 12 14
9,5 9,5
10,0 10,0 14 13 15
10,5 10,5 15 14 16
11,0 11,0 16 15 17
11,5 11,5
17 16 18
12,0 12,0
12,5 12,5 18 17 19
13,0 13,0 19 18 20
13,5 13,5
20 19 21
14,0 14,0
14,5 14,5 21 20 22
15,0 15,0 22 21 23
15,5
16,0 23 22 24
16,0
7. 16,5 24 23 25
17.0 17,0 25 24 26
— 17,5 26 25 27
18,0
18,0 27 26 28
18,5
19,0 19,0 28 27 29
— 19,5 29 28 30
20,0
20,0 30 29 31
20,5
21,0 21,0 31 30 32
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Table 5 — Combination list of D, E, Mp, and Mg - E| = 0,50 mm pitch

- 17 -

Dan or Enom

Square body Rectangular body My, or My My-1 or M-1 Mp+1 or Mc+1
(Dpom = Enom) (Dpom # Enom’

1,0 1,0 - ] 5
1,5 1,5 2 - 3
2,0 2,0 3 2 4
25 2.5 4 3 5
3,0 3,0 5 4 6
3,5 3,5 6 5 7
4,0 4,0 7 6 8
4,5 4,5 8 7 9
5,0 5,0 9 8 10
55 55 10 9 11
6,0 6,0 11 10 12
6,5 6,5 12 1 13
7,0 7,0 13 12 14
7,5 7,5 14 13 15
8,0 8,0 15 14 16
8,5 8,5 16 15 17
9,0 9,0 17 16 18
9,5 9,5 18 17 19
10,0 10,0 19 18 20
10,5 10,5 20 19 21
11,0 11,0 21 20 22
11,5 11,5 22 21 23
12,0 12,0 23 22 24
12,5 12,5 24 23 25
13,0 13,0 25 24 26
13,5 13,5 26 25 27
14,0 14,0 27 26 28
14,5 14,5 28 27 29
15,0 15,0 29 28 30

— 15,5 30 29 31
16,0 16,0 31 30 32

N 16,5 32 31 33
17,0 17,0 33 32 34

— 17,5 34 33 35
18,0 18,0 35 34 36

— 18,5 36 35 37
19,0 19,0 37 36 38

— 19,5 38 37 39
20,0 20,0 39 38 40

- 20,5 40 39 41
21,0 21,0 41 40 42
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Dan or Enom

Square body Rectangular body My, or M Mp-1 or Mg-1 Mp+1 or Mg+1
(Dnom = Enom) (Dnom # Enom)

1,0 1,0 - - 2
1,5 1,5 2 - 3
2,0 2,0 3 2 4
2.5 2.5 5 4 6
3,0 3,0 6 5 7
3,5 3,5 7 6 8
4.0 4,0 8 7 9
4,5 4,5 10 9 11
5,0 5,0 11 10 12
5,5 55 12 11 13
6,0 6,0 13 12 14
6,5 6,5 15 14 16
7,0 7,0 16 15 17
7,5 7,5 17 16 18
8,0 8,0 18 17 19
8,5 8,5 20 19 21
9,0 9,0 21 20 22
9,5 9,5 22 21 23
10,0 10,0 23 22 24
10,5 10,5 25 24 26
11,0 11,0 26 25 27
11,5 11,5 27 26 28
12,0 12,0 28 27 29
12,5 12,5 30 29 31
13,0 13,0 31 30 32
13,5 13,5 32 31 33
14,0 14,0 33 32 34
14,5 14,5 35 34 36
15,0 15,0 36 35 37

= 15,5 37 36 38
16,0 16,0 38 37 39

AN 16,5 40 39 41
17,0 17,0 41 40 42

— 17,5 42 41 43
18,0 18,0 43 42 44

= 18,5 45 44 46
19,0 19,0 46 45 47

- 19,5 47 46 48
20,0 20,0 48 47 49

— 20,5 50 49 51
21,0 21,0 51 50 52
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Table 7 — Combination list of D, E, Mp, and Mg - E| = 0,30 mm pitch

- 19 —

Dan or Enom

Square body Rectangular body My or Mg My-1 or Mg-1 Mp+1 or Mg+1
(Dnom = Enom) (Dnom # Enom)

1,0 1,0 - - 2
1,5 1,5 3 2 4
2,0 2,0 5 4 6
2.5 2.5 6 5 7
3,0 3,0 8 7 9
3,5 3,5 10 9 11
4,0 4.0 11 10 12
4,5 4,5 13 12 14
5,0 5,0 15 14 16
55 5,5 16 15 17
6,0 6,0 18 17 19
6,5 6,5 20 19 21
7,0 7,0 21 20 22
75 75 23 22 24
8,0 8,0 25 24 26
8,5 8,5 26 25 27
9,0 9,0 28 27 29
9,5 9,5 30 29 31
10,0 10,0 31 30 32
10,5 10,5 33 32 34
11,0 11,0 35 34 36
11,5 11,5 36 35 37
12,0 12,0 38 37 39
12,5 12,5 40 39 41
13,0 13,0 41 40 42
13,5 13,5 43 42 44
14,0 14,0 45 44 46
14,5 14,5 46 45 47
15,0 15,0 48 47 49

— 15,5 50 49 51
16,0 16,0 51 50 52

= 16,5 53 52 54
17,0 17,0 55 54 56

— 17,5 56 55 57
18,0 18,0 58 57 59

— 18,5 60 59 61
19,0 19,0 61 60 62

— 19,5 63 62 64
20,0 20,0 65 64 66

— 20,5 66 65 67
21,0 21,0 68 67 69
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-12: Régles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des boitiers des dispositifs
a semiconducteurs a montage en surface —
Lignes directrices de conception pour les boitiers matriciels

a plots et a pas fins (FLGA)

AVANT-PROPOS

La |Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normg
conjposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). L3
poufr objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions“de normalisation d
donjaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques,~des” Spécifications accessi
pubjic (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CE})..LLeur élaboration est confié
conjités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé\paf le sujet traité peut particip

lisation
CEl a
hns les
Normes
bles au
b a3 des
er. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pafticipent

égajement aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatiof
seldqn des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les|décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la
du possible, un accord international sur les sujets étudiés) étant donné que les Comités nationaux de
intéressés sont représentés dans chaque comité d’études.

Les| Publications de la CEIl se présentent sous la fortne de recommandations internationales et sont 4
comme telles par les Comités nationaux de la CElTous les efforts raisonnables sont entrepris afin qug
s'agsure de I'exactitude du contenu technique dg\s€s publications; la CEl ne peut pas étre tenue resp
de I[éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Darfs le but d'encourager l'uniformité internmationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans
megure possible, a appliquer de facon )transparente les Publications de la CEl dans leurs publ
natipnales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEl et toutes publ
natipnales ou régionales correspondantes doivent étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEI elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépg
founissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accedent aux marq
conformité de la CEIl. La_'GEl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organis
cerffification indépendants:

Tous les utilisateurs doiyent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publicatio

Audune responsabilité ne doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxilia
marndataires, y\compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des (
natipnaux della)CEl, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de to
donmpmage.de“quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris |
de justice) Jet les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CH
toute.adtre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.
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L'attention est attiree sur les references normatives citees dans cette publication. L'utilisation de publ
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

cations

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits

de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60191-6-12 a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation

mécanique des dispositifs a semiconducteurs,

semiconducteurs.

du comité d’études 47: Dispositifs a

Cette deuxiéme édition de la CEI 60191-6-12 annule et remplace la premiére édition parue en
2002, dont elle constitue une révision technique. La présente édition inclut les modifications
significatives suivantes par rapport a I’édition antérieure:
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a) le domaine d'application est étendu afin que la présente norme couvre aussi les FLGA de
type carré. Le titre de la norme a été modifié en conséquence. “Type rectangulaire” a été
supprimé du titre.

b) le pas de bille de 0,3 mm a été ajouté;

c) laréférence passe de « référence du corps » a « référence de la bille »;

d) les listes de combinaison de D, E, Mp, et Mg ont été révisées.

Le tex

te de la présente norme est issu des documents suivants:
CDV Rapport de vote
4r0rro4/CovV 47rUMMI99IRVU

Le rag
about

Cette

Une |

mécanique des dispositifs a semiconducteurs, peut étre consultée sur le site web de la (

Le co
stabili
relati

* re

port de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information surle,vote
a l'approbation de cette norme.

publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

es a la publication recherchée. A cette date, la pUblication sera

conduite,

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
*+ anpendée.

ayant

ste de toutes les parties de la série CEI 60191, sous le titre général Normalisation

El

mité a décidé que le contenu de cette publication ne,sera pas modifié avant la date de
é indiquée sur le site web de la CEIl sous "http#/webstore.iec.ch" dans les dopnées

IMPO
publig

RTANT - Le logo "colout inside" qui se trouve sur la page de couverture de
tation indique qu’'elle ‘contient des couleurs qui sont considérées comme uti

Cette
es a

une bﬂnne compréhension.de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent,
imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.
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La prtsente partie de la CEl 60191 fournit les dessins d’encombrement, des dimensig

les va

(FLGA:
égaux
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Les d
document. Pour les références datées, seule I'éditiernncitée s'applique. Pour les référ

non d

amengements).

CEl 6

CEl 6
génér,

a mor

3 T

Pour lles besoins du(présent document, les termes et définitions de la série CEl 60191
que lg

3.1

boitier matriciel a plots et a pas fins
FLGA

boitie
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NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 6-12: Regles générales pour la préparation
des dessins d'encombrement des boitiers des dispositifs
a semiconducteurs a montage en surface —
Lignes directrices de conception pour les boitiers matriciels
a plots et a pas fins (FLGA)

pmaine d’application

iations recommandées, normalisés pour tous les boitiers matriciels.a plots et a p4
Fine-Pitch Ball Grid Array Package) comportant des pas dé-bornes infériel
a 0,8 mm.

pférences normatives

ocuments de référence suivants sont indispensables pour l'application du p

btées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éve

D191(toutes les parties), Normalisation*mécanique des dispositifs a semiconductey

D191-6, Normalisation mécanique\des dispositifs a semiconducteurs — Partie 6: F
hles pour la préparation des deSsins d'encombrement des dispositifs a semicondu
tage en surface

brmes et définitions

s suivants, s'appliquent.

(fine=pitch land grid array)

ns, et
s fins
rs ou

ésent
ences
htuels

rs

Regles
cteurs

ainsi

anlnnr’r;m’r des IhF!in“F\Q mF'\fﬂ“iﬂIlIF\Q sur un coté d'un substrat dans une matric

g d’au

moins trois rangées et trois colonnes sur un pas de 0,8 mm ou inférieur, la distance maximale
d’écartement étant inférieure ou égale a 0,10 mm

NOTE

3.2

Des bornes peuvent étre manquantes a certaines intersections de rangées-colonnes.

FLGA de type a bride
FLGA dont I’'encombrement du boitier (longueur, largeur) est défini par une partie a bride du
boftier, le plus souvent un substrat, sortant du périmétre d’'une partie moulée ou d’'une partie

reliée

par puce a bosses

NOTE Le FLGA de type a bride, illustré a la Figure 1, est généralement coupé par presse de singulation, ce qui
donne lieu a des erreurs dimensionnelles plus importantes que dans le cas de la singulation par scie de découpage

en dés.
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Figure 1 — FLGA de type a bride

1:2011

P lieu a

5 sont

3.3
FLGArdetyperectangutaire
FLGA| dont I'encombrement du boitier (longueur, largeur) est défini par une partie' moulée
dépourvue d’extension de partie bride
NOTE |[Le FLGA de type rectangulaire, illustré a la Figure 2, est généralement coupé en dés,’'ce”qui donn
moins ¢'erreurs dimensionnelles que dans le cas de la singulation par presse.

IEC 1164/11

Figure 2 — FLGA de type rectangulaire

4 Numérotation des positions de bornes
L’obsg¢rvation d’'un boitier vu du cbété bétnes avec le coin indice disposé a I'angle infiérieur
gauchie donne lieu a un repérage des rangées de bornes du bas vers le haut en commencant
par I3 lettre A, puis B, C,,,, AA,¥AB, etc., les colonnes de bornes étant, pour leuq part,
numérotées de gauche a droite enceommencant par le chiffre 1. Les positions des borne
désigmées par un systéme de-grille rangée-colonne et identifiées sous forme alphanumgrique,
par eYemple A1, B1.

Les letres I, O, Q, S, X et Z ne sont pas utilisées pour désigner les rangées de bornes.

5 D

mension/nominale de boitier

La dimension nominale de bofitier est définie comme “la largeur (E) x la longueur

boitie

" éxprimée en dixiemes de millimétre.

D) du

6 Dessins d’encombrement et dimensions de principe

L’encombrement des FLGA est représenté aux Figures 3 et 4.
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NOTE Pour les appels de notes relatifs a cette figure, voir la Figure 4.

Figure 3 — FLGA de type a bride
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Vue latérale
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Vue

NOTES
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relatives aux Figures 3 a 4:

A (M) B (W)

&l

IEC 1166/11

La référence |S| est définie comme le plan d’appui sur lequel repose librement un bofitier par contact des billes.
La zone hachurée identifie I'aire de marquage d'indice contenant essentiellement la marque d'indice dans 1/16

de la taille du corps, dans le cas ou cela s'avere physiquement difficile, la marque d’indice peut s’étendre a

plus de 1/16 mais elle ne doit pas dépasser un quart de la taille du corps .

Les tolérances de positions réelles des bornes, x, et x,, sont appliquées a toutes les bornes.

Le diameétre de borne b est le diamétre maximal de chaque bille mesuré dans le plan paralléle au plan d’appui.
Une matrice de zones d’existence de bornes par rapport aux références , @ et [B| est représentée dans le

dessin de calibre mécanique a la Figure 5.

La matrice de zones d’existence de bornes par rapport a la référence S| est illustrée a la Figure 6.

Figure 4 — FLGA de type rectangulaire
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NOTE |Les symboles de cette figure sont expliqués dans la CEl 60191-6.

Figure 5 — Dessin de calibre m
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Tableau 1 — Groupe 1: Dimensions appropriées au montage et a I'interchangeabilité

Dimensions en millimétres

Terme Symbole Spécification Valeur
recommandée

Dimension ExD La dimension nominale de boitier est définie comme “la largeur (E) x

nominale la longueur (D) du boitier, exprimée en dixiemes de millimetres.

de boitier
(1) Plage de D, - de 1,5 a 21,0
(2) Intervalle de D,
Pour les FLGA carrés avec D, > 15,0, D est un nombre entjer.
Pour les autres FLGA, le chiffre des dixiémes de Dnom est soit 0 soit
5.
(3) Tolérance de D
Pour le type a bride:

Longueur de D

bofitie

Lorsque D, ., < 21,0, vy = £0,15
Lorsque Dnom > 21,0, Vp = +0,20

ou vy indique une tolérance.

Pour le type rectangulaire:
Lorsque D <12;0, vy = +0,08
Lorsque 12,0< D < 21,0, vy = £0,10
Lorsque Dnom > 21,0, Vp = +0,15

ou vg’indique une tolérance.
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Tableau 1 (suite)

Dimensions en millimetres

Terme Symbole Spécification Valeur
recommandée
(1) Plage de E, . de 1,5 4 21,0
(2) Intervalle de E_
Pour les FLGA carrés avec Enom > 15,0, Enom est un nombre entier.
Pourles autres FLGA e chiffre des dixidmesde £ __ost soit- 0 soit
5.
(3) Tolérance de “E”
Largeur e E Pour le type a bride:
boitier Lorsque E, . < 21,0, v, = 40,15 i
Lorsque E, > 21,0, v = 0,20
la ou v indique une tolérance.
Pour le type rectangulaire:
Lorsque E_  <12,0, v = +0,08
Lorsque 12,0 < Enom < 21,0, Ve = +0,10
Lorsque E_ > 21,0, vp = ¥015
la ou v indique une tolérance.
A= 0,30
0,40
0,50
0,65
Hautedr 0,80
maximald de A 1,00 _
profil
1,20
1,70
2,00
“A” inclut les erreurs d'épaisseur d'embout thermique, de
gauchissement de boitier et d'inclinaison.
Distance Ajmax <0,10
d’écartement Ay -
el = 0,80
0,65
Pas de grille @ 0.50 i
de bornes 0.40

0,30
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Dimensions en millimetres

Terme Symbole Spécification Valeur
recommandée
Pour C-FLGA:
@ min.  nom. makx.
0,80 0,45 0,50 0,55
0,65 0,35 0,40 0,45
0,50 0,25 0,30 0,35
0,40 0,20 0,25 0,30
Diametrp de b Pour P-FLGA et T-FLGA
borngs
@ min.  nom. max.
0,80 0,35 0,40 045
0,65 0,30 0,35 0,40
0,50 0,20 0,25 0,30
0,40 0,15 0,20 0,25
0,30 0,12 0,15 0,18
Pour le type bride:
@ X1
0,80 0,20
0,65 0,20
Tolérande de
positipn 0,50 0,20
fondée sur la
référer|ce X1 0,40 0,15
pour les
bornds 0,30 0,15
Pour le type rectangulaire:
x, est égal a 0,15, quelle que soit la valeur de |§|
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Tableau 1 (suite)

Dimensions en millimetres

Terme Symbole Spécification Valeur
recommandée
d x
0,80 0,08
Tolérance
relative de 0,65 0,08
- X
position des 2 -
bornes 0,50 0,05
0,40 0,05
0,30 0,03
d v
0,80 0,10
0,65 0,10
Coplangrite y 0.50 0.08
0,40 0,08
0,30 0,05
Parallélisme
de Ia’s‘unface Y y,=0,20
supérieure
nmax = ME X MD
Nombrqg de n
bornds (Mg -1) x My
Mg x (My=1)
(Mg ~)% (M -1)
Dimension (M 1) x Mg
maximale de M
matricd en D Mg x (Mpy +1)
longugur
(Mg +1) x (M +1)
Mp <( Do = B = Vo X = X, - 20)/ [el+1
Mg <(E__-b_ —Vv.-X, -X, -2u) |g+1
Dimendion E ( nom max E 1 2 )@
maximale de M u=0,11
matrice en E
largedir
Les nombres de matrices en Mg et M, sont indiques dans le Tableau
3.
“u” indique la distance au bord.
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